BMBF-Forderschwerpunkt: Mikrosystemtechnik 2000+
Verbundprojekt FutureBoard (FuBo)

Ziel des Vorhabens

Entwicklung einer neuen Leiterplatten-Generation
mit integrierter optischer Funktionalitat
durch die Verwendung von Diinnglasfolien.

Realisierung héchster Datendichte (250 GB/s)
durch mehrlagige optische Wellenleiter.
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Resultate:

Numerische Apertur ~ 0,19
Dampfung (850 nm) ~ 0,1 dB/cm
2 Lagen in einer Diinnglasfolie
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Querschnitts- Aufnahmen von Wellenleitern,
hergestellt mit thermischem lonenaustausch
in Dunnglas D263T

(Dicke 300 um)

Modellierung von Multimode-Wellenleitern mit GI-Profil
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Integrierte elektrisch—optische Leiterplatten
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Glaslayer mit Wellenleitern R
Gefraste und verpresste Glaslayer
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Vereinzeln und préparieren der Stirnflachen

Registriertes Einlaminieren
der WL-Arrays in HF-Board
und freistellen der OE Schunittstellen
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O/E Modul zur Ankopplung an zweilagige Wellenleiter

Leiterplatteneinleger fiir
Datenraten bis 0,25 TB/s
Lagenaufbau der Tochterkarten

Zielstellung:
Modellierung von optischen Multimode-Wellenleitern fir die optische
Aufbau- und Verbindungstechnik auf Leiterplattenebene

Zielstellung:
Realisierung eines optisch / elektrischen Moduls mit 2-dimensionalen
Sende- und Empfangsarrays zur Einkopplung in eine optische Leiterplatte

Signalausbreitung im Gl-Wellenleiter bei
gauBférmiger Anregung

Leistungsverteilung des Grundmodes im
Gl-Wellenleiter

Messergebnisse an mehrlagigen Wellenleitern

Ermittlung der optischen Verluste an getaperten Multimode-Wellenleitern
in lonenimplantations-Technologie auf Dinnglas,
integriert in eine elektro/optische Leiterplatte.

Dampfung getaperter Wellenleiter
FutureBoard - zweilagig - 850nm

Dampfung [dB/cm]
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Je 2x12 Sender
und Empfanger

Umlenkelement fiir
zweilagige WL

Elektrisch
und optisch
gleichzeitig
steckbar

GesamtgroRe nur
25 x 57 x 21 mm =30 cm?

Miniaturisiert fur 240 Gbps

Vergleich: XFP = 15 cm? firr 2x10 Gbps,
-> FuBo Leistungsdichte 6 x gréRer (cm3/Gbps)

HF-Design des Moduls, Flex-PCB-Aufbau:
m Flex-PCB-Dicke < 0.3 mm

m Flexmaterial: Polyimid

m Feinstleiter mit 45 um

m Microvias mit 100 pm Durchmesser

24 x 10 Gbit/s
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